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Este invento ae refiere a composiciones de polimeroa 
sintáticos y a métodos para preparar talea materiales. Más 
particnlarmente, el invento ae refiere a nn procedimiento 
para hacer una solución de poliamidarácido que comprende 

5.- (1) disolver una mezcla de ingredientes que comprende (a)
al menos un dlanhldrido de benzofenona (por ejemplo, dianhi- 
drido ácido de 2,2^,3,3^-, 2,3,3\4^-, 3,3  ̂,4,4^-benzof anona 
tetracarboxilico), (b) al menos una diamina elegida del gru­
po que comprende la m-f enilendiamina, y  diaminas que tienen 

10.- la fórmula:

en la que R es un radical dival ente elegido del punto con-
0 9

1$.- sistente en alcohileno , -O- y S , y  (c) un adi­
tivo elegido del grupo consistente en (i) una sal amónica de 
un ácido monocarboxilico alifático saturado que tiene de 1 

a 3 átomos de carbono, (ii) una sal amónica de un ácido mo­
nocarboxilico aromático, y (iii) un ácido orgánico fuerte, 

20.- en un disolvente anhidro elegido del grupo que consiste en 
mezclas de cresol-fenol y cresol, y (2) dejar que los reac­
tivos reaccionen entre si a una temperatura inferior a 40RC, 
por ejemplo, desde 20RC hasta temperaturas ambientes, tales 
como 23 a 30RC, para formar la poliamida-ácido sustancialmen- 

25.- te libre de cualesquiera grupos poliimida derivados de la
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poliamida ácido.
La Patente norteamericana NR. 3.179.614 expedida el 

29 de Abril de 1.965 describe una clase de resinas que com­
prenden resinas de poliamida-ácido que son preparadas gene­
ralmente por la reacción de un di anhídrido de un Acido te- 
trabarcoxilico con varias diaminas. El di anhídrido más am­
pliamente usado es el di anhídrido piromelitico, aunque esta 
Patente describe otros varios dianhidridos. De acuerdo con 
esta Patente, el di anhídrido y la diamina son hechos reac­
cionar en presencia de un n&mero de disolventes orgánicos 
citados para los reactivos y la amida-ácido polímero inter­
media. Además, esta Patente, enuncia la necesidad de emplear 
disolventes para la reacción que son relativamente costosos 
y que no están disponibles fácilmente.

Si se usa cresol como disolvente en la preparación de 
una poliamida—ácido a partir de un di anhídrido tal como 
dianhidrldo de benzof enona y una diamina, la mezcla debe 
calentarse a una temperatura elevada de, por ejemplo, 100- 
160RC para hacer reaccionar el dianhidrido y la diamina, ya 
que los productos de reacción no son solubles en este disol­
vente a temperatura ambiente. Seria deseable formar tal po- 
liamida-ácido en un disolvente de cresol si el polímero per^ 
maneció soluble a temperatura ambiente y mostró una baja 
viscosidad en solución para permitir el uso de la solución 
con fines de recubrimiento. Despuás de dar forma o recubrir 
un sustrato, la poliamida?-ácido se convertiría fácilmente 
a la forma de poliimida por medios químicos o tórmicos para 
dar productos que tienen una resistencia excelente a los 
disolventes y resistencia a fluir a temperaturas elevadas.

Inesperadamente se ha descubierto que es posible pre-



339454parar talas resinas solubles de poliamida-ácído en disol­
ventes anhidros de los distintos cresoles, por ejemplo, 
orto-, meta?-, y para-cresol, y mezclas de cresol-fenol sin 
necesidad de usar calor, que muestran una baja viscosidad 

60.- en solución y que están sustancialmente libres de cuales­
quiera grupos poliimida. EL cresol disponible comercialmen­
te a partir del alquitrán de hulla es una mezcla de isóme­
ros, liquida a temperatura ambiente y que es un disolvente 
ideal para nuestro procedimiento. La gama para las mezclas 

6$.- de cresol-fenol puede variarse ampliamente hasta aproxima?- 
damente 75% de fenol en dichas mezclas. I lo que es igual­
mente importante, es posible utilizar tal disolvente rela­
tivamente barato para hacer la resina de poliamiday-ácido en 
solución y  para llevar a cabo la reacción rápidamente a tem- 

70.- peratura ambiente por la adición del aditivo antes menciona­
do. La solubilidad y la baja viscosidad en solución del sis­
tema aditivo polímero tiene como resultado una capacidad me­
jorada para impregnar materiales porosos, el más fácil recu­
brimiento de alambres por medio de hileras, etc., con un 

75.- contenido de sólidos elevado.
Los anteriores resultados eran enteramente inesperados 

y en ningún modo podían predecirse porque se había creído que 
se debía observar un ciclo de calentamiento cuidadosamente 
controlado con el sistema disolvente de cresol en la fabri- 

80.- cación de la resina de poliamidarácido ya que la resina es 
insoluble en tal disolvente a temperatura ambiente.

Se ha descubierto inesperadamente que la poliamida-áci- 
do permanece soluble en un disolvente de cresol o cresol-fe­
nol, incluso a temperatura ambiente, y tiene una baja visco- 

85.- sidad en solución si incorporamos en el disolvente como adi-



tivo una sal amónica de un ácido alif ático monocarboxilico^ 
que tiene de 1 a 5 átomos de carbono, de la formula NE^-O-C-R, 
en la que R es un radical hidrocarbonado monovalente, por 
ejemplo, fomiato amónico, acetato amónico, propionato amó- 

$0.- nico, butirato amónico^ o valerianato amónico, o una sal amó­
nica de un ácido monocarboxílico aromático tal como benzoato 
amónico, o toluato amónico. Tal aditivo puede incorporarse 
también por su preparación como una parte integral del proce­
dimiento o por la adición de sus partes componentes en el di- 

9$.- solvente.
Se ha encontrado, también inesperadamente, que se obtie-

el disolvente como aditivo un ácido orgánico fuerte que es so­
luble en el disolvente y que tiene una constante de disociar* 

100.- ci6n.de al menos 5x10 medida en un sistema acuoso, tal como 
ácido metano sulfónico, ácido tricloroacético, etc. Por ejem­
plo, se ha hallado que por adición de 0,5 a 2,5 moles de dicha 
sal amónica o ácido orgánico fuerte a un mol del dlanhidrido, 
se puede aumentar la miscibilidad de la poliamid-ácido forma- 

105.- da con el disolvente de cresol o cresol-fenol obteniéndose por 
tanto una solución homogénea, transparente, sin que se afecte 
perjudicialmente la capacidad de uso de tales soluciones para 
los fines proyectados.

Es asimismo importante que se emplee dlanhidrido de ben- 
110.- zofenona con la diamina a fin de obtener los resultados finar­

les deseados antes mencionados. Si en vez de emplear estos 
dianhidridos se usa dlanhidrido pironelitico (que es el diaor- 
hidrido preferido en la Patente norteamericana antes mencio­
nada N&. 3.179.614) con el aditivo anterior en un disolvente 

115.- de cresol o cresol-fenol, los reactivos no son solubles en la



mezcla antes mencionada y precipitan, o el producto de reac­
ción no da una solución de recubrimiento deseable.

Para llevar a cabo la reacción, es preferible añadir 
la diamina al dianhidrido y el aditivo disueltos en el disol- 

120.- vente de cresol o cresol-fenol y  dejar que la mezcla repose
ventajosamente con agitación a temperatura ambiente, emplean­
do refrigeración si fuese necesario para mantener la tempera­
tura de la mezcla por debajo de 402C para impedir la forma­
ción de poliimida. El uso de un procedimiento continuo para 

12$.- fabricar estas poliamidás-úcido es especialmente ayudado por 
el uso del aditivo emel disolvente para aprovechar la solu- .

- bilidad de los reactivos y de la poliamida-ácido intermedia 
en el disolvente y el bajo costo del mismo.

Se ha encontrado que varias diaminas son útiles para 
130.- reaccionar con los dianhidridos anteriormente descritos. De 

los distintos diaminobencenos, la m— anái amina dará polí­
meros con los anhídridos carbonilftálicos que son solubles 
en los disolventes fenÓlicos. De las distintas diaminas bi- 
nucleares, aquellas diaminas en las cuales un grupo amino ¿s- 

133.- t& en cada uno de los grupos fenilo, y  los grupos fenilo es­
tán separados por un radical alcohileno, carbonilo, oxigeno 
o sulfonilo, darán productos polimáricos con los dianhidri­
dos que son solubles en el disolvente fenólico. Ejemplos tí­
picos de tales diaminas son las distintas orto-, meta- y pa- 

140.- ra-oxidianilinas isómeras, por ejemplo, 2,2'-oxidianilina;
3,3*-oxidianillna; 4,4'-oxidianilina; 2,3*-oxidianilina; 2,4'- 
oxidianilina; 3,4'-oxidiahilina, etc.; las alcohilendianili- 
nas, especialmente aquellas en las cuales el grupo alcohile­
no tiene de 1 a 3 átomos de carbono, por ejemplo, metilendia¡- 

14$.- nilina, etilidendianilina, etilendianüina, propilidendiani-
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lina, propilendianilina, ate., eon inclusión de los distintos 
isómeros orto-, matar-, y parar-, da las mismas, los, distintos 
isómeros orto-, mata- y parar-, de la diamino-benzofanona, y 
los distintos isómeros orto-, matar- y para-, da la sulfonil- 
dianilina. De estas diaminas, las más fácilmente disponibles 
son la g-fenilendiamina (m-PDA), la 4,4^-oxidianilina (ODA), 
la 4,4^-metilendianilina (MDA), y la 4,4^-sulfonil-dianili-
na.

La temperatnra inicial, antes de la adición de la diami­
na deberá ser aproximadamente igual o inferior a la tempera¡- 
tura ambiente.

Después de la adición de la diamina, la temperatura as­
ciende normalmente de 10 a 15^0, debido al hecho de que la 
reacción es exotérmica. A estas temperaturas, la reacción de 
adición para formar la poliamidar-ácido se completa usualmen- 
te al cabo de unos 30 minutos a 1 hora, como se observa por 
el aumento en la viscosidad en la mezcla de reacción. La reac­
ción de ciclización para formar las polinéricas tiene
L̂Ut̂ âüc o s ajaent̂  e a< *unâ  t eHmê ?â t siraL d<e e

125-300A0 para formar una película flexible y transparente 
cuando es vertida sobre un sustrato de vidrio. Al aplicar re­
cubrimientos o depositar películas a partir de solución, las 
temperaturas usadas para eliminar el disolvente deben elevar­
se gradualmente para obtener recubrimientos y películas li­
aos.

De los distintos dianhidridos, el preferido y más fá­
cilmente disponible es el dianhidrido del ácido 3*3*;4,4*- 
benzofenona tetracarboxílico. Estos anhídridos pueden fabri­
carse en la forma descrita en la Patente norteamericana n&- 
mero 3*078.279, de MeCraten y col.



. Para la formación de los productos poliméricos, solar- 
mente se requiere mezclar uno o más de los dianhidridos con 
una o más de las aminas antes mencionadas y con uno de les 
aditivos antes citados, en presencia de un disolvente líqui- 

180.- do de cresol o cresol-fenol; entrarán en solución rápidamen­
te y se verá que reaccionan en un corto periodo de tiempo 

. para producir una solución de amida-ácido polimárica que per­
manece liquida y homogénea a temperatura ambiente. Este po­
límero tiene usualmente una viscosidad intrínseca de 0,18 

18$.- * 0,30 a temperatura ambiente, medida en el disolvente usa­
do para hacer la poliamida ácido. Si se desea, puede usarse 

' una atmósfera inerte, por ejemplo, nitrógeno, en el recipien­
te de reacción para retrasar la oxidación de las aminas a 
fin de producir polímeros de color más claro. Pueden usarse 

190.- mono aminas tales como anilina, p-bifenilamina, bencil amina,
o anhídridos de un ácido dicarboxilico tal como anhídrido 
itálico o anhídrido maleico u otros materiales reactivos, 
con las aminaa o ácidos carboxílicos para interrumpir la ca­
dena o modificar los polímeros. Estos pueden añadirse al 

193.- principio, durante o al final de la reacción de formación 
del polímero, y pueden usarse para reaccionar con cualquier 
ligero exceso de la diamina o el dianhídrido usados inicial­
mente.

La cantidad de disolvente usada debe ser suficiente pa- 
200.- ra producir una solución homogénea con los reactivos y el 

poliamidarácido, y sin embargo no ser demasiado viscosa a 
fin de no causar problemas de manejo. Si se utiliza demasia­
do disolvente, se reducen las ventajas de coste sobre los 
otros disolventes más caros. Las concentraciones óptimas es- 

20$¿- tán en la gama de 5-40% en peso de polímero, y 60-95% en pe-
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so de mezcla disolvente, basados ^  el uso final.

A fin de que los expertos en la técnica puedan compren­
der mejor como puede ser puesto en práctica el invento, los 
siguientes ejemplos se dan a modo de ilustración y no con 

210.- fines limitativos. Todos los porcentajes son en peso, excep­
to los indicados de otra forma. Se mantuvieron condiciones 
anhidras en todo momento.

EJEMPLO I
En este ejemplo se pesaron 0,733 grs. de acetato amÓ- 

21$.- nico de calidad para reactivos, el aditivo, en un matraz 
seco y se añadieron 9,352 grs. de una solución al 17% en 
peso de di anhídrido de benzofenona (BPDA) en cresol seco.
La mezcla se calentó ligeramente para acelerar la disolución 
de la sal, y se enfrió luego a temperatura ambiente. Se aña- 

220.- dieron a la mezcla 5,909 grs. de motilendianilina (MDA) al 
16,7% en peso en cresol y la mezcla se agitó con un agltat- 
dor magnético en el matraz taponado en presencia de una at­
mósfera de nitrógeno anhidro. No se observó precipitado de 
ninguna clase. La elevación exotérmica de la temperatura 

225.- se controló para mantenerla por debajo de aproximadamente 
40RC durante un periodo de 1 hora, produciéndose una aduc­
ción de poliamida-écido viscosa-transparente, de color ama?- 
rillo pálido, sustancialmente libre de grupos poliimida.
Una muestra de esta solución se vertió sobre un sustrato 

230.- de vidrio y se calentó durante 2 min. a 250RC para dar una 
película de poliimida insoluble, flexible y tenaz.

EJEMPLOS 2-9
En estos ejemplos, se siguió el mismo proceso que en 

el ejemplo 1, para formar soluciones de pollamidac-ácidos. 
235.- Nuevamente se tuvo cuidado de contrarrestar la formación
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de calor en la reacción y para mantener la temperatura tan 
próxima a la temperatura ambiente (aproximadamente 23—26SC) 
como fuá posible. En el ejemplo 8 se empleó dianhidrido pi- 
romelitico (BMDA) en lugar de BPDA y en Ó1 se muestra la 

240.- dificultad de usar el PMDA en lugar de BPDA en el disolven­
te aditivo-fenólico como se evidencia por el hecho de que 
la reacción de la poliamidar-ácido intermedia produce preci­
pitado, no produciéndose por tanto una solubilización efi­
caz a temperatura ambiente. La siguiente Tabla I muestra los 

245.- ingredientes y las proporciones usadas de los mismos, y la 
clase de la película que se derivó por vertido de la solu­
ción de resina intermedia sobre un sustrato de vidrio du­
rante aproximadamente 2 min. a una temperatura de 250&C par­
ra volatilizar el disolvente y para formar el producto final 

250.- de poliimida. Los ejemplos 2, 6, 7 y O emplean metafenilen- 
diamina (m-PDA). Los ejemplos 3 y 4 emplean metilendianili­
na (MDA), mientras que los ejemplos 5 y 9 emplean oxidia¡- 
nilina (ODA). Se observará que la película formada en el 
ejemplo 6 era tenaz e insoluble, pero no tan flexible como 

255.- la película de los ejemplos 2-5. En el ejemplo 7, se obtu­
vo una solución transparente, pero no se vertió subsiguien­
temente película sobre un sustrato de vidrio. En el ejemplo 
9, el disolvente fuó una mezcla de 65% de fenol y 35% de 
cresol, mientras que se empleó cresol en los ejemplos 1-8.
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Ejemplo
A 5 

Aditivo Dianhidrido
0

Diamina
Relación molar 

A/B/C
2 Benzoatoamónico

BPDA m**PDA 2/1/1,03

265.- 3 Benzoato
amónico

BPDA MDA 2/1/1,03

4 Acetato
amónico

BPDA MDA 1,9/1/1,01

270.- 5 Acetato
amónico

BPDA ODA 1 ,5/1/1,05

6 Formiato
amónico

BPDA m-PDA 2/1/1,03

- 7 Valeríanatoamónico
BPDA TU— A 1,5/1/1,5

275.- 8 Benzoato
amónico

PMDA nwPDA 1,5/1/1,03

9 Benzoato
amónico

BPDA ODA 1/1/1,04

280.-
Ejemolo

% en peso de 
polímero en 
solución li­bre de sal

Solubilización 
efectiva a tenw 
peratura ambien­te. Película

curada
2 20,0 si Flexible
3 17,0 si Flexible

285.- 4 16,9 si Flexible
5 16,9 si Flexible
6 20,0 si no JUL Qn ibl o
7 20,0 si no se vertió 

película
290.- 8 20,0 no —

9 20,0 si Flexible
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En este ejemplo se añadieron 0,36$ grs. de benzoato 
amónico sólido, el aditivo, a una solución de 10,138 grs. 
de BPDA al 17% en peso en cresol. La mezcla se calentó lige­
ramente para disolver la sal y se añadió una solución en cre­
sol de 6,368 grs. de MDA al 16,7% en peso. La mezcla se agi­
tó bien y se la dejó reposar a temperatura ambiente. Las re­
laciones molares de ingredientes en esta etapa fueron sal/- 
EPDA/MDA - 0,49/1,0/1,01. Después de 2 horas no se había for­
mado precipitado, pero al cabo de 16 horas la msa completa 
era un sólido céreo. Se añadieron 0,16 grs. más de MDA. en 
cresol al 16,7% en peso para ajustar la estequiometria de los 
monómeros al 3% de di amina en exceso, y  se añadieron otros 
0,38 grs. de benzoato amónico sóludo al matraz para ajustar 
la relación molar de sal/BPDA a 1/1. EL benzoato amónico só­
lido que se encontraba sobre la superficie del material céreo 
empezó a solubilizar la pasta subyacente y  después de aproxi­
madamente media hora, la masa completa se había transformado 
en una solución homogénea, moderadamente viscosa. Se vertió 
una muestra de esta solución sobre un sustrato de vidrio y 
se calentó durante 2 min. a 250RC para dar una película de 
poliimida tenaz, flexible e insoluble.

TMIMPT/IS T! - ] 3

En estos ejemplos, las soluciones de poliamida-écido se 
hicieron de acuerdo con el procedimiento del ejemplo 1, pero 
con m-PDA como diamina y benzoato amónico como aditivo. Las 
cantidades de material, sus relaciones molares y susviscosi- 
dades en solución después de almacenaje de las soluciones 
durante varios dias a temperatura ambiente se dan en la Tabla
2 .
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A B C
Benzoato amó-

325.- Ejemplo Rico (s) EPM. (K). m-PDA (te)
11 0,831 1,863 0,642
12 1,274 1,958 0,676

13 1,689 1,970 0,676

330.-
Ei emulo Cresol (x)

11 10,02
12 10,53
13 10,58

Relación molar 
A/B/C

1/1/1,03
1,31/1/1,03

1,99/1/1,023

Viscosidad en 
solución

(centistoques)
12,850

1,236
0,618

Después de reposar, a temperatura ambiente durante 3 
dias, no se había formado precipitado de ninguna clase en 
ninguna de las soluciones. Las tres soluciones dieron pelí­
culas tenaces, flexibles e insolubles cuando se curaron 2 

340.- min. a 250RC.
EJlMfPLO 14

En este ejemplo se añadieron 4,8853 grs. de Acido ben­
zoico de calidad para reactivos a un matraz de 10 mi. Luego 
se hizo burbujear amoniaco gaseoso seco a través del ácido 

345.- benzoico, dando como resultado una reacción exotérmica que 
formó benzoato amónico. Después de aproximadamente 15 min. 
de burbujeo con amoniaco, el matraz comenzó a enfriarse. En 
este momento se pesó el matraz, y se encontró que el conte­
nido había aumentado de peso a 5,5390 grs. indicando que la 

350.- reacción para formar benzoato amónico se habia completado en
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un 99.5%. Entonces se añadieron al matraz 6,444 grs. de 
BPDA y 20 grs. aproximadamente de cresol seco que había si­
do previamente destilado. El contenido del matraz fuá ca­
lentado suavemente con agitación hasta que se formá una so- 

355.- lucián transparente amarillo pálido. Después de que se hubo
enfriado el matraz a temperatura ambiente se añadieron 2,2268 
grs. de m-PDA disueltos en cresol seco para formar una so­
lución ligeramente viscosa, transparente, de poliamida-áci- 
do. El peso total de cresol en esta solución final fuá de 

360.- 34,7 grs. La relación molar de aditivo/dianhidrido/diamina
fuá de 2/1/1.03. Un sustrato de vidrio recubierto con la so­
lución y calentado a 250&0 durante 4 min. produjo una pelí­
cula de poliimida flexible y transparente.

EJEMPLOS 15-18
365.- En los ejemplos 15-17 el dianhidrido y la diamina se

añadieron a disolventes de cresol separados y se dejó en­
friar a temperatura ambiente. En los ejemplos 15 y 16 el 
aditivo, un ácido orgánico fuerte como se describió antes, 
se añadió a la solución de dianhidrido, mientras que en el 

370.- ejemplo 17 el agente de control se añadió a la solución de 
diamina. La solución de diamina se añadió luego a la solu­
ción de dianhidrido. En el ejemplo 15 se empleó también una 
atmósfera de nitrógeno anhidro. Se vertió una muestra de 
cada solución sobre un sustrato de vidrio y se calentó du- 

375*- rante 2 min. a 250RC para obtener una película de poliimi­
da tenaz, flexible e insoluble. En el ejemplo 18 la mezcla 
disolvente tenía una composición de 6%  de fenol y 35%  de 
cresol. Se vertió una muestra de la solución del ejemplo 
18 sobre un sustrato de vidrio y se calentó durante 4 min. 

380.- a 250SC para obtener una película de poliimida tenaz, fie-
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xible e insoluble. La Tabla 3 nuestra los materiales y 
sus relaciones molares.

T A B L A  3

385.- Ejemplo
A

Aditivo
B

Dianhidrido
C

Diamina
Relacién molar 

A/B/C

15 Acido metano 
sulfónieo

BPDA m-PDA 2/1/1,08

16 Acido trido 
roacético *"

BPDA m-PDA 2,5/1/1,02

390.- 17 Acido trido 
roacético **

BPDA m—PDA 2,5/1/1,02

18 Acido trido 
roacético **

BPDA ODA 2,09/1/1,04

395.-
Ejemplo

% en peso de 
sélidos refa. 
al peso de 

aditivos

Solubilizacién 
efectiva a tem­
peratura ambien­

te
Película
curada

15 20 si Flexible
- 16 20 si Flexible

400.- 17 20 si Flexible
18 20 si Flexible

Aunque la utilidad de las soluciones polímeras del 
presente invento se ha descrito en lo que antecede prin­
cipalmente con fines de aplicaciones como películas fle- 

405.- xibles, debe comprenderse que estos polímeros pueden usar­
se en otras aplicaciones adecuadas para tales composicio­
nes. Asi, estas resinas de poliamida-écido pueden conver­
tirse en poliimidas y emplearse como aislamiento sobre un 
núcleo conductor. Adicionalmente, estas poliimidas pueden 

410.- emplearse sobre un núcleo conductor, recubierto previamen­
te con otro polímero, o viceversa, para dar recubrimientos
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aislados, estratificados sobre el alambre a fin de mejorar 
las propiedades del aislamiento. Pueden usarse también co­
mo barnices de inmersión para impregnar bobinas de alambre 

415.- previamente aislado, es decir, en los rotores o inductores 
de motores y generadores. Estas resinas pueden usarse asi­
mismo en composiciones de polvo de moldeo por mezclado con 
diversas cargas, por ejemplo, harina de madera, tierra de 
diatomáceas, carbones, sílice, granos abrasivos, por ejem- 

420.- pío, carborundo, polvo de diamante, etc. Estos polímeros se 
usan también en la preparación de fibras, como impregnantes, 
y materiales de unión para estratificados metálicos y fibro­
sos, etc. Los polímeros en forma de película son adecuados 
como dieléctrico en la fabricación de condensadores y como 

423.- aislante de ranuras de motores.
Se ha encontrado que de acuerdo con el procedimiento 

aquí descrito, es posible sintetizar poliamida¡-ácidos com­
pletamente aromáticos en sistema fenólico-aditivos baratos 
sin recurrir a ningún calentamiento. Este simple procedi- 

430.- miento directo permite la preparación de soluciones de re­
cubrimiento que se preparan fácilmente, y  en las cuales pue­
de ajustarse fácilmente la viscosidad del disolvente a vo­
luntad para control por variación en la cantidad del aditi­
vo y permitir por tanto una mayor flexibilidad en la apli- 

433.- cación a superficies de vidrio y metal. Como no se requie­
re calentamiento sustancialmente, puede aplicarse una téc­
nica muy simple de mezclado para producir una solución po­
límera utilizadle para aglomerar fibras de vidrio, para fa­
bricar estratificados y para recubrir sustratos metálicos 
utilizadles como películas eléctricas y térmicamente ais­
lantes.

4 4 0 .-
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445.-

450.

455*-

460.-

465.

470o—

N 0 T A.—

Los puntos do invención propia, y nueva que se presen­
tan para que sean objeto de esta Patente de Invención en 
España^ por veinte años, son los siguientes:

IR.- Din procedimiento de fabricación de una solución 
de poliamida Acido que comprende (1) disolver una mezcla 
de ingredientes que consisten en (a) al menos un dianhidri- 
do de benzofenona, (b) m*fenilendiamina o una diamina que 
tiene la fórmula:

tivo (i) una sal amónica de un Acido monocarboxilico alif Ar­
tico saturado que tiene de 1-5 Atomos de carbono, (ii) una 
sal amónica de un Acido monocarboxilico aromAtico, o (üi) 
un Acido orgánico fuerte, en cresol o mezclas de cresol-fe­
nol, y (2) dejar que los reactivos reaccionen entre si a 
una temperatura inferior a 403C para formar la poliamida?- 
Acido sustancialmente libre de cualquier resina de poliimi- 
da.

23.- Un procedimiento segón el punto IR, en el cual la 
diamina es m—fawl 1 andl astilla , 1 andl o 4,4*—

3R.- Un procedimiento segón los puntos IR ó 2R, en el 
cual el dianhidrido de benzofenona es dianhidrido del Acido 
3,3^, 4,4*-benzofenona tetracarboxilico.
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4R.- Un procedimiento según cualquiera de los puntos 

13-33, en el cual el aditivo es ácido metano-sulfúnico, 
ácido tridorroacático, acetato amúnico o benzoato amóni­
co.

52.- "UN PROCEDIMIENTO DE FABRICACION HE UNA SOLUCION 
DE POLI AMIDA-ACIDO", todo tal y  conforme se describe en 
la presente memoria, la cual consta de 477 líneas.

U-"
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